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©) Equipement de déverminage de composants électro­

niques (20) qui comprend plusieurs ensembles (50) placés 
dans un support (100), chaque ensemble comportant un cir­
cuit imprimé (30) sur lequel sont placés des sockets (15) 
destinés à recevoir des composants électroniques (20) et un 
circuit (10) de pilotage du déverminage.

Le support (100) est à température ambiante, chaque 
ensemble comporte une seule chambre (51) régulée à une 
température T° > 80 °C dans laquelle sont placés au moins 
quate sockets (15). Le circuit imprimé (30) formant une paroi 
de la chambre, le circuit (10) de pilotage du déverminage est 
directement soudé sur le circuit imprimé côté extérieur à la 
chambre, avec un seul circuit (10) de pilotage du dévermi­
nage par chambre, et l'ensemble comporte en outre des 
moyens (12) de dissipation de seulement l'énergie ther­
mique de fonctionnement du circuit de pilotage du dévermi­
nage.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Equipement de deverminage de composants Electroniques

Le domaine de l’invention est celui du déverminage (Burn-ln en 
anglais) de composants électroniques fonctionnant notamment à de hautes 
fréquences. On entend plus particulièrement par déverminage, une 
séquence de contraintes thermiques et électriques, ayant pour but de faire 
vieillir de manière accélérée ces composants électroniques, afin d’éliminer 
les défauts de jeunesse lors de leur production.

Certains nouveaux composants électroniques apparus récemment 
sur le marché ont comme contrainte opérationnelle d’avoir une fréquence 
minimale de fonctionnement garantie, ce qui n’était pas exigé pour les 
anciens composants. Cette fréquence minimale de fonctionnement est 
typiquement d’environ 300 MHz. Parmi ces nouveaux composants, on peut 
citer des mémoires vives SDRAM de type DDR3 (ou DDR3 SDRAM 
acronyme de l'expression anglo-saxonne Double Data Rate 3rd generation 
Synchronous Dynamic Random Access Memory, signifiant mémoire à accès 
direct synchrone à débit de données doublé de troisième génération), DDR4 
ou plus.

Sur le marché du vieillissement des composants électroniques 
nous distinguons actuellement deux approches différentes :

chez les fabricants (les fondeurs) : une approche permettant un 
déverminage à basse fréquence (<20MHz).

utilisation de boîtiers de déverminage développés par la société 
BiBench dont un exemple est montré figure 1. La procédure de 
déverminage est pilotée par un circuit électronique 10 de pilotage du 
déverminage désigné « Burn-ln driver >> qui est connecté par un 
connecteur 11 au composant 20 à déverminer. Ce circuit 10 a pour 
fonction de piloter une séquence de contraintes électriques dans un 
environnement contraint thermiquement (via l’utilisation d’une étuve 
100). Plus précisément, le composant 20 est placé dans un socket 15 
monté sur un PCB 30 (acronyme de l'expression anglo-saxonne 
Printed Circuit Board), et est relié au connecteur 11 via ce PCB. On 
rappelle que pour pouvoir atteindre la fréquence de fonctionnement 
minimale requise (300 MHz), la distance driver-composant doit être 
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réduite (typiquement inférieure à 8 cm). Plusieurs ensembles driver- 
connecteur-PCB-socket 60 sont placés dans une étuve à 125°C, cette 
étuve 100 ayant une double fonction de support de ces ensembles et 
de chambre chaude. Mais s’il est nécessaire que le composant soit 
soumis à cette température, il est en revanche indispensable de 
protéger le driver de cette température. C’est pourquoi le driver 10 (et 
son connecteur 20) est lui-même placé dans un boîtier refroidi 40 
ayant une double fonction : l’isoler de la température ambiante de 
l’étuve (125 °C) et évacuer l’énergie thermique de fonctionnement du 
driver. La température interne au boîtier refroidi est régulée par un 
système de refroidissement. Cette solution est techniquement très 
intéressante mais possède deux principales limitations : ne répond 
pas à la problématique d’un environnement de production industrielle 
(grand nombre de composants) car trop orientée laboratoire (un ou 
deux composants par driver) et donc trop coûteuse en coût récurrent 
(« recurring expense »).

Actuellement l’ensemble des solutions de Burn-ln existant sur le 
marché sont donc limitées en terme de fréquence de fonctionnement 
(<125MHz) ou pour celles qui répondent à la contrainte de fréquence 
minimale (300 MHz), leur mise en application ne remplit pas les conditions 
d’industrialisation.

Le but de l’invention est de pallier ces inconvénients. En 
conséquence, il demeure à ce jour un besoin pour un équipement donnant 
simultanément satisfaction à l’ensemble des exigences précitées, en termes 
de nombre de composants électroniques à déverminer, et de coût de leur 
déverminage.

Plus précisément l’invention a pour objet un équipement de 
déverminage de composants électroniques qui comprend plusieurs 
ensembles placés dans un support, chaque ensemble comportant un circuit 
imprimé sur lequel sont placés des sockets destinés à recevoir des 
composants électroniques et un circuit de pilotage du déverminage. Il est 
principalement caractérisé en ce que le support est à température ambiante, 
en ce que chaque ensemble comporte une seule chambre régulée à une 
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température T° > 80 °C dans laquelle sont placés aumoins quatre sockets, 
le circuit imprimé formant une paroi de la chambre, en ce que le circuit de 
pilotage du déverminage est directement soudé sur le circuit imprimé côté 
extérieur à la chambre, avec un seul circuit de pilotage du déverminage par 
chambre, et en ce que l’ensemble comporte en outre des moyens de 
dissipation de seulement l’énergie thermique de fonctionnement du circuit de 
pilotage du déverminage.

Avantageusement, la température T° de régulation dline chambre 
varie d’une chambre à l’autre.

Chaque chambre comporte typiquement 4 à 20 sockets.
La distance sur le circuit imprimé entre le circuit de pilotage du 

déverminage et les composants électroniques les plus proches du circuit de 
pilotage du déverminage, est de préférence inférieure à 8 cm.

D’autres caractéristiques et avantages de l’invention apparaîtront 
à la lecture de la description détaillée qui suit, faite à titre d’exemple non 
limitatif et en référence aux dessins annexés dans lesquels :

la figure 1 déjà décrite représente schématiquement un exemple 
d’équipement de déverminage selon l’état de la technique,

la figure 2 représente schématiquement un exemple d’équipement 
de déverminage selon l’invention,

D’une figure à l’autre, les mêmes éléments sont repérés par les 
mêmes références.

On décrit en relation avec la figure 2 un exemple d’équipement de 
déverminage selon l’invention. Il comporte un support 100 dans lequel sont 
fixés plusieurs ensembles de déverminage. Ce support ouvert ou fermé est à 
température ambiante. Chaque ensemble 50 comporte :
- une seule chambre 51 régulée à une température T°> 80 °C,
- un circuit imprimé 30 ou PCB éventuellement multicouche, formant une 
paroi de la chambre 51 ; sur la face du PCB côté chambre, sont placés des 
sockets 15 destinés à recevoir les composants électroniques 20 à 
déverminer, avec un socket par composant.
- un circuit 10 de pilotage du déverminage (= Burn-ln driver) avec un seul 
circuit de pilotage du déverminage par chambre ; le circuit est directement 
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soudé sur le PCB 30 côté extérieur à la chambre, c’est-à-dire sans utiliser de 
connecteur généralement limité en nombre d’entrée-sorties par rapport au 
nombre d’entrée-sorties des composants électroniques. En effet, un 
connecteur de 66 entrée-sorties par exemple ne permettra pas au circuit de 
pilotage de balayer toutes les 72 entrée-sorties d’une mémoire DDR3. Alors 
qu’en connectant directement le circuit de pilotage sur un PCB multicouches, 
on peut aisément concevoir dans le PCB autant de pistes (460 par exemple) 
reliant chaque entrée-sortie du composant 20 au circuit de déverminage 10. 
Ce circuit 10 de déverminage qui est situé à l’extérieur de la chambre 
chaude, est donc à température ambiante. Il est situé sur le PCB de manière 
à ce que la distance entre le circuit 10 et les composants électroniques 20 
les plus proches du circuit soit inférieure à 8 cm afin d’atteindre ou dépasser 
la fréquence de fonctionnement requise de 300 MHz.
- des moyens 12 de dissipation de seulement l’énergie thermique de 
fonctionnement du circuit de déverminage 10. En effet celui-ci n’étant plus 
situé dans une étuve à 125°C, mais étant à températire ambiante, il n’est 
plus nécessaire d’utiliser des moyens de refroidissement à double fonction 
comme ceux décrits en relation avec la figure 1 ; il en résulte une économie 
d’énergie. Ces moyens qui ont uniquement la fonction classique de dissiper 
l’énergie thermique dégagée par le circuit de déverminage lors de son 
fonctionnement, sont des moyens habituels.

Comme on peut le voir sur la figure, plusieurs ensembles 50 sont 
installés dans le support 100. La régulation en température peut varier d’une 
chambre à l’autre : une chambre 51 hébergeant certains composants 20 peut 
par exemple être régulée à une première température 80°C par exemple, 
une autre chambre 51 hébergeant d’autres composants 20 étant régulée à 
une autre température 125°C par exemple. En outre à température de 
chaque chambre 51 est très homogène ; on obtient 1 °C de différence 
maximum entre les différents composants hébergés dans une chambre, alors 
que dans une étuve classique, on obtient au mieux une différence de 4°C 
entre les composants selon qu’ils sont installés au fond ou au bord de 
l’étuve. Les composants électroniques d’une chambre sont identiques, mais 
les composants électroniques placés dans une chambre peuvent être 
différents de ceux d’une autre chambre ; on peut avantageusement 
déverminer en même temps différents composants électroniques dans le
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même support. On peut par exemple déverminer des mémoires DDR3 dans 
un premier ensemble en régulant la chambre à 125 °Q des mémoires DDR4 
dans un deuxième ensemble en régulant aussi la chambre à 125 °C, des 
processeurs dans un troisième ensemble en régulant la chambre à 100 °C, 

5 etc. Un support comporte typiquement entre 2 et 200 ensembles, voire plus.
Le fonctionnement de cet équipement est économique dans la 

mesure où seul le volume des chambres est régulé en température et non 
tout le volume d’une étuve.

10
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REVENDICATIONS

1. Equipement de déverminage de composants électroniques (20) qui 
comprend plusieurs ensembles (50) placés dans un support (100), 
chaque ensemble comportant un circuit imprimé (30) sur lequel sont 
placés des sockets (15) destinés à recevoir des composants 
électroniques (20) et un circuit (10) de pilotage du déverminage, 
caractérisé en ce que le support (100) est à température ambiante, en 
ce que chaque ensemble comporte une seule chambre (51) régulée à 
une température T° > 80 °C dans laquelle sont placé au moins 
quatre sockets (15), le circuit imprimé (30) formant une paroi de la 
chambre, en ce que le circuit (10) de pilotage du déverminage est 
directement soudé sur le circuit imprimé côté extérieur à la chambre, 
avec un seul circuit (10) de pilotage du déverminage par chambre, et 
en ce que l’ensemble comporte en outre des moyens (12) de 
dissipation de seulement l’énergie thermique de fonctionnement du 
circuit de pilotage du déverminage.

2. Equipement de déverminage selon la revendication précédente, 
caractérisé en ce que la température T° de régulatbn d’une chambre 
varie d’une chambre à l’autre.

3. Equipement de déverminage selon l’une des revendications 
précédentes, caractérisé en ce que chaque chambre (51) comporte 4 
à 20 sockets (15).

4. Equipement de déverminage selon l’une des revendications 
précédentes, caractérisé en ce que la distance sur le circuit imprimé 
(30) entre le circuit (10) de pilotage du déverminage et les sockets
(15) les plus proches du circuit de pilotage du déverminage, est 
inférieure à 8 cm.
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